AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System AM P AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System
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AMP Z-PACK 2 mm HM AMP Z-PACK 2 mm HM

Lieferbare Polzahlen

sy gy S S 55, 110, 125, 176, 200 | Interconnection System

Steckverbinder-System

Technische Merkmale SERLD 2mm | Technical Features
Centerline
Gehdusematerial
Housing Material Polyester, UL 94 V-0
Kontaktmaterial CuSn
Contact Material Phosphor bronze
Oberfléche Kontaktbereich 0,8 ym Au/1,3 pm Ni
Finish Contact Area 0.8 ym Gold/1.3 pm Nickel
Oberfléiche ACTION PIN-Bereich 0,5 ym SnPb/1,3 pm Ni
Finish ACTION PIN Area 0.5 pm Tin-lead/1.3 ym Nickel
Leiterplattendicke )
PC Board Thickness 1,4 mm min. — 4,2 mm max.
Steckkraft 0,70 N pro Kontakt
Mating Force 0.70 N per Contact
Kontrollierte Normalkraft 0,80 N pro Kontakt
Controlled Normal Force 0.80 N per Contact
Nennspannung o
Current Voltage LR
Durchgangswiderstand
Contact Resistance <A )

Kontrollierte Impedanz

0,
Controlled Impedance SRl

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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Capital Goods

AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

AMP Z-PACK 2 mm HM
Steckverbinder-System

Die Entwicklung von Systemen fiir
Computer, industrielle MeBausrt-
stungen und fur die Telekommu-
nikation ist von standig hoherer
Packungsdichte und immer schnel-
leren Signalanstiegszeiten gekenn-
zeichnet. Durch die erheblich ge-
stiegenen Anforderungen verlangt
der Markt auch im Steckverbinder-
bereich schnell verfligbare, kosten-
glinstige Hochleistungs-Systeme.

Das hart metrische Z-Pack 2 mm
HM Steckverbinder-System trégt
diesen Anforderungen Rechnung
und internationale Standardisie-
rungs-Komitees haben die hohe
Leistungsfahigkeit dieses Systems
anerkannt.

Das Z-Pack 2 mm HM Steckver-
binder-System von AMP wurde
entwickelt, um den Anforderungen
an digitale Ubertragungs-Systeme
mit hohen Ubertragungsraten ge-
recht zu werden. Dabei kombiniert
dieses System Flexibilitdt durch
hohe Packungsdichte mit hoher
Leistungsfahigkeit. Es ist vollstéan-
dig modular aufgebaut und eignet
sich fur Leiterplatte-an-Leiterplatte
und Kabel-an-Leiterplatte-Anwen-
dungen und entspricht den metri-
schen Spezifikationen der IEC 917
(DIN 43355) und der IEC 1076-4-
101.

Dieses System hat auch die Bell-
core-Qualifikation geméB TR-NWT-
001217 erhalten. In dem Test sind
die allgemeinen Anforderungen an
Steckverbinder-Systeme fir den
Gebrauch in der Hardware fiir die
Telekommunikations-Industrie fest-
gelegt.

Neben der 5reihigen 2 mm Stan-
dard-Version und der 5 + 2reihigen
Matrix mit niedrigem Ubersprech-
verhalten und eingebautem Er-
dungsblech gibt es heute auch eine
8reihige Version, die bis zu 200-
polige Module zuléBt. Kein ande-
res System auf dem Markt bietet
die entsprechende Packungsdichte
mit 23 Stiften pro Quadrat-Zen-
timeter auf der Leiterplatte. Eine
weitere Version mit 8 + 2reihiger
Matrix mit erweiterter elektrischer
Leistungsféhigkeit ist gleichwohl
verfligbar.

Technische Merkmale

B Hart Metrisch nach IEC 917 (DIN
43355) und IEC 1076-4-101

B Modulares System
- Leiterplatte-an-Leiterplatte
- Kabel-an-Leiterplatte

W anpaBbar an Kunden-
Anforderungen
- Packungsdichte
- elektrische Leistungsfahigkeit

B Signal-Anstiegszeit < Nanosek.
fur Telekommunikation, GroB-
rechner, Industriesteuerungen,
medizinische Systeme, MeB-
geréte

B Signalkontakte Stromtragféhig-
keit 1,5 A (70 °C)

B ACTION PIN-Technologie fiir die
Mutter- und Tochter-Platinen

B auch zur Bellcore-Spezifikation
TR-NWT-001217 geeignete Teile
vorhanden

B breite Auswahl von glinstigen
Erweiterungsmodglichkeiten

W neue Miniatur-Steckverbinder fiir
Lichtwellenleiter (MSC) firr er-
héhte Packungsdichte, dadurch
kein Druck auf die Riickwand-
platine in gestecktem Zustand

B geschirmte und ungeschirmte
Kabelsteckverbinder

B Kabel-Assemblies werden von
AMP nach kundenspezifischen
Wiinschen gefertigt

M Analyse und Simulation des
Kundendesigns ist von AMP
durchftihrbar

Technical Features

B Hard metric according to IEC
917 (DIN 43355) and the IEC
1076-4-101

B Complete modular system
- Board-to-Board
- Cable-to-Board

B Meets customer
requirements for
- signal contact density
- electrical performance

B Signal rise times in sub-nano-
second range for telecommu-
nications, high performance data
processing, industrial process
controls, medical systems and
instrumentation

B Signal contacts rated at 1.5 A
(70 °C)

B ACTION PIN technology for
mother and daughter boards

B Available a Bellcore qualified by
TR-NWT-001217

B Wide range of standard options
for economy

B New MSC fiber optic plugs for
increased circuit density and
zero force on backplane when
mated

B Unshielded and shielded cable
connectors

B Cable assemblies produced by
AMP to specific customer re-
quirements

B Supported by modelling serv-
ices from AMP

AMP Z-PACK 2 mm HM
Interconnection System

The development of systems for
Computer, Industrial Measurement
Equipment and for Telecommuni-
cations is marked by the constant
demand for higher packaging den-
sity and ever faster signal rise-
times. Along with the consider-
ably increased performance re-
quirements, the market demands
readily available, attractively priced
connector systems.

The true hard metric Z-PACK
2 mm HM connector system
meets these requirements and its
high performance capabilties have
been recognized by several inter-
national standards committees.

AMP’s Z-PACK 2 mm HM con-
nector system was developed to
fulfill the need for high speed
transmission rates in digital trans-
mission systems. In the process
this systems shows its flexibility
by combining high packaging den-
sity with high performance. It is
completely modular in structure
and Is suitable for board-to-board
and cable-to-board applications. It
corresponds to the metric specifi-
cations of the IEC 917 (DIN 43355)
and the IEC 1076-4-101.

This system has been qualified
according to the Bellcore TR-
NWT-001217. This test includes the
common requirements for use of
connector systems in hardware for
the telecom industry.

Along with the standard 5 row
version and the 5 + 2 matrix with
low crosstalk and built-in ground
shield there is now also an 8 row
version which allows modules up
to 200 positions. No other system
on the market offers the corres-
ponding packaging density of 23
contacts per square centimeter
on the pc board. A further 8 + 2
row matrix version with extended
electrical performance capabilities
is likewise available.

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

ANIP

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

AMP Z-PACK 2 mm HM
Compact PCI
Steckverbinder-System

Einleitung

Der Compact PCI (Peripheral Com-
ponent Interconnect) ist ein ab-
gewandelter PCI, der fiir indust-
riele Anwendungen bestimmt ist,
die eine erhdhte elektrische und
mechanische Leistung erfordern.

Dieser neue Hardware-Standard
wurde entwickelt, um die Rech-
nerleistungen fur MeBgeréte, Ver-
arbeitungs-Automatisierung, Tele-
kommunikation und weitere an-
spruchsvolle Anwendungen zu stei-
gern.

Einige der fur den Compact PCI
geforderten Eigenschaften sind
unten aufgefiihrt.

- 160 mm

3U

100 mm

|

Technische Merkmale

B Stit- und Buchsen-Verbindungs-
Technik

B Breite Verfligbarkeit

W Versetzte, voreilende Stifte fir
sequentielle Kontaktgabe

B Hohe Packungsdichte mit PCI-
Fahigkeit

B Hohes Erdung/Signal-Verhéltnis

B Schirmung fur EMI-/RFI-Schutz

B Kodiermechanismus fir positi-
ves Stecken

B Stiftleiste mit Kabeldurchfth-
rung zur Rickplatine

B Erweiterbarkeit (Leistungsskalier-
barkeit) fir Anwendungen des
Endverbrauchers

Technical Features
B Pin and socket connector

W Multi vendor support

B Staggard make-break pins for
sequencing and hot swapping

B High density PCI capability
B High ground/signal ratio
B Shielding for EMI/RFI protection

B Coding mechanism providing
positive keying

B Feed-through pin header option
for cabling to backplane

B Expandability (performance scal-
ability) for end user applications

AMP Z-PACK 2 mm HM
Compact PCI
Interconnection System

Introduction

The Compact PCI (peripheral
Component Interconnect) is an
adaption of PCI suitable for rug-
gedized/industrial/embedded ap-
plications requiring enhanced elec-
trical and mechanical performance.

This new hardware standard is
designed to significantly increase
computing power for demanding,
machine control, process auto-
mation and telecommunication’s
applications.

Some of the features required by

the Compact PCl include are listed
below.

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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Capital Goods

AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

AMP Z-PACK 2 mm HM
Steckverbinder-System

Compact PCI und
VME 64

Compact PCI Formfaktor

AMP Z-PACK 2 mm HM
Interconnection System

Compact PCI and
VME 64

Compact PCI Form Factors

Board-To-Board / Huckepack-Stifieisten
Short Tail / Feed-Thru Pin Headers

N

233,35 mm
(U Card)

100,0 mm
(3U Card)

160,0 mm

Distanzstiicke/ Spacers

Rahmen
Shrouds

/

Wegen ihrer hohen Dichte, der An-
reinbarkeit ohne Rasterverlust so-
wie der Profil-Kompatibilitét mit den
Steckverbindern geméB DIN 41612/
IEC 60603-2 wurden die AMP
Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder
fur die elektrische Verbindung bei
Compact PCI-Systemen und VME
64x-Erweiterungen gewahit.

Fur CPCI 32 bit- und 64 bit-Sy-
steme mit 3 HE Karten (P1-2/J1-2)
und mit 6 HE Karten (P1-5/J1-5)
sowie fur die VME 64x-Erweite-
rungen zwischen den VME 64x-
Steckverbindern werden sowohl
Standard-Versionen als auch Steck-

verbinder mit unterschiedlichen
Pfosteniéngen eingesetzt.

Steckverbinder fir Tochterkarten,
Backplane- oder Midplane-Applika-
tionen sind verfligbar, letztere mit
Distanzstiicken und entsprechen-
den Aufnahmerahmen fir die Riick-
seite. Standard AMP HM Steckver-
binder fur Kabelanbindungen koén-
nen mit den dazugehtrigen Auf-
nahmerahmen ebenfalls verwendet
werden.

180°-Federleisten erlauben Appli-
kationen in Sandwich-Bauweise,
um die Flexibiltat der Module zu
erhthen.

AMP Z-PACK 2 mm HM shield-
ed connectors have been chosen
for the interconnection of both
Compact PCl and VME 64 Exten-
sions because of high density, se-
quencing levels and profile com-
patibility with IEC Eurocard con-
nectors.

C-PCl 32 bit and 64 bit on 3U
cards (P1-2/J1-2) and on 6U cards
(P1-5/J1-5) use standard and spe-
cial length connectors, with one
of these also being used between
the two Eurocard connectors J1/
P1 and J2/P2 on VME 64 Exten-
sions.

Backplane and daughter card con-
nectors for single side or midplane
applications are listed, the latter
using corresponding spacers and
shrouds for the backplane rear.
Standard AMP HM cable con-
nectors can be used with appro-
priate shrouds.

Vertical receptacles allow the use
of mezzanine cards to extend or
increase card application flexibility.

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System ANIP

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

AMP Z-PACK 2 mm HM
Steckverbinder-System

Compact PCI und
VME 64

Compact PCI Komponenten

AMP Z-PACK 2 mm HM
Interconnection System

Compact PCI and
VME 64

Compact PCI Components

Backplane Bestell-Nummer Packungseinheit
Backplane Part Number Packaging Unit
22reihiger Typ A Stiftstecker (P1 und P4) / 22 column type A header (P1 and P4) 188834-1 11
22reihiger Typ A Stiftstecker, Midplane (P1 und P4) / 22 column type A header, midplane (P1 and P4) 188578-1 10
Aufnahmerahmen fiir obige Steckverbinder / Shroud for above 106137-2 200
Distanzstiicke fur obige Steckverbinder / Spacer for above 106457-x* 200
22reihiger Typ B Stiftstecker (P2 und P5) / 22 column type B header (P2 and P5) 188835-1 12
22reihiger Typ B Stiftstecker, Midplane (P2 und P5) / 22 column type B header, midplane (P2 and P5) 352128-1 12
Aufnahmerahmen fiir obige Steckverbinder / Shroud for above 352130-2 200
Distanzstticke fur obige Steckverbinder / Spacer for above 352129-x* 200
19reihiger Typ B Stiftstecker (P3) / 79 column type B header (P3) 352033-1 14
19reihiger Typ B Stiftstecker, Midplane (P3) / 79 column type B header, midplane (P3) 352127-1 14
Aufnahmerahmen fiir obige Steckverbinder / Shroud for above 352011-2 200
Distanzstticke fur obige Steckverbinder / Spacer for above 352012-x* 200

3,3v Kodierung fir Stiftstecker P1 und P4 / 3.3v key for header P1 and P4 5-100525-6 500

5v Kodierung fir Stiftstecker P1 und P4 / 5v key for header P1 and P4 3-100525-2 500
Spezieller Eurocard-Steckverbinder fur C-PCl / Special Eurocard Connector for C-PCI 148292-5 140
System Slot (*) und Peripherie Slot (O) Adapter / System Slot (*) and Peripheral Slot (O) Adapters

22reihiger Typ A Buchsenstecker, geschirmt (J1 & J4) / 22 column type A shielded receptacle (J1 & J4) 352068-1 11
22reihiger Typ B Buchsenstecker, geschirmt (J2 & J5) / 22 column type B shielded receptacle (J2 & J5) 352152-1 12
19reihiger Typ B Buchsenstecker, geschirmt (J3) / 79 column type B shielded receptacle (J3) 352171-1 14

3,3v Kodierung fir Buchsenstecker J1 und J4 / 3.3v key for receptacle J1 and J4 5-100526-6 500

5v Kodierung firr Buchsenstecker J1 und J4 / 5v key for receptacle J1 and J4 3-100526-2 500
22reihiger 180°-Buchsenstecker / 22 column vertical receptacle 352268-1 12
19reihiger 180°-Buchsenstecker / 19 column vertical receptacle 352269-1 14
VME 64x-Komponenten VME 64x Components

Backplane-Steckverbinder (P0)
Backplane Connectors (P0)

Bestell-Nummer Packungseinheit
Part Number Packaging Unit

19reihiger Typ B Stiftstecker / 79 column type B header 352033-1 14
19reihiger Typ B Stiftstecker, Midplane / 79 column type B header, midplane 352127-1 14
Aufnahmerahmen fiir obige Steckverbinder / Shroud for above 352011-2 200
Distanzstticke fur obige Steckverbinder / Spacer for above 352012-x* 200
Aufnahmerahmen fur Kabel-Steckverbinder / Cable Shroud 4reihig / 4 column 621763-1 1
5reihig / 5 column 621763-2 1
6reihig / 6 column 621763-3 1
Tochterkarten-Steckverbinder (JO) / Daughter Card Connectors (J0)
19reihiger Typ B Buchsenstecker, geschirmt / 79 column type B shielded receptacle 352171-1 14
19reihiger 180°-Buchsenstecker / 19 column type B vertical receptacle 352269-1 14

* Die Nachstrichzahl der Best.-Nr. ist abhéngig von der Dicke der Backplane.

* Part number suffix depends on backplane thickness.

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

ANP

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

AMP Z-PACK 2 mm HM
Steckverbinder-System

Stift- und Buchsen-
Steckverbinder

TypA

110 Signalkontakte, 50 mm Mo-
dule. Service-Center mit mecha-
nischer Vorfilhrung, Polarisierung
und Kodiermodule mit numeri-
scher und farblicher Kennung.

TypB

125 Signalkontakte, 50 mm Mo-
dule. Diese Ausfuhrung wird nor-
malerweise zwischen Typ A oder
anderen Modulen mit Sonderkon-
takten eingesetzt.

TypC

55 Signalkontakte, 25 mm Module
mit Polarisierung. Wird am Ende
anreihbarer Module benutzt.
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AMP Z-PACK 2 mm HM
Interconnection System

Male and Female
Connectors

Type A

110 signal contacts, 50 mm mod-
ules with integral guide Iugs for
polarized mating, also multi-pur-
pose center for coding keys.

Type B

125 signal contacts, 50 mm mod-
ules. Preferably used between Type
A C, M, L or N modules, also
Type M-MSC, M-MSC-rev and L-
MSC, with polarizing guide Ilugs.

Type C

55 signal contacts, 25 mm mod-
ules with guide lugs for polarized
mating. Used at end of stacked
modules.

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

ANP

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

Typ A, Tochterkarte
Buchsenstecker,
Standard und reduziertes
Ubersprechen

110polig,
50 mm Module
mit Service-Center

Standard-Version:
Best.-Nr. 100147-1

Packungseinheit:
11 Stiick

Reduzierte
Ubersprechungs-Version:
Best.-Nr. 100623-1

Packungseinheit:
11 Sttick
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Type A, Free Board
Female Connector,
Standard and

Reduced Crosstalk

110 Positions,
50 mm Module
with Multi-Purpose Center

Standard Version:
Part No. 100147-1
Packaging Unit:
11 Pieces

Reduced
Crosstalk Version:
Part No. 100623-1
Packaging Unit:
11 Pieces

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System AM P AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

Typ B, Tochterkarte Type B, Free Board
Buchsenstecker, Female Connector,
Standard und reduziertes Standard and
Ubersprechen Reduced Crosstalk
125polig, R = 125 Positions,
50 mm Module Tl g 13, 50 mm Module
Standard-Version: el b : Standard Version:
Best.-Nr. 100145-1 iy | A Part No. 100145-1
Packungseinheit: g A Packaging Unit:
11 Stiick T o 11 Pieces
Reduzierte et Reduced
Ubersprechungs-Version: XN 8 Crosstalk Version:
Best.-Nr. 100624-1 : : B Part No. 100624-1
Packungseinheit: W g : F Packaging Unit:
11 Sttick : : £y (G 11 Pieces
40 &
_!. oy : A
Langsreihen/ Columns Querreinen/Rows e d c b a
1 1 T i M 1
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AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

ANP

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

Typ C, Tochterkarte
Buchsenstecker,
Standard und reduziertes
Ubersprechen

55polig,
25 mm Module
mit FUhrungsstiften

Standard-Version:
Best.-Nr. 100161-1

Packungseinheit:
22 Stlick

Langsreihen/ Columns

= O WO~NO U WN=

_

Standard

(i |l
HiiLa
reduziertes Ubersprechen/ Reduced Crosstalk

|

—
.Y

=

edcba

Reihe ¢ fur Erdung
Row c¢ to Ground

Querreihen/Rows

24,95

Type C, Free Board
Female Connector,
Standard and
Reduced Crosstalk

55 Positions,
25 mm Module
with Guide Lugs

Standard Version:
Part No. 100161-1
Packaging Unit:
22 Pieces

edcba
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AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

ANP

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

TypA

Ruckwandplatine
Stiftleiste

110polig,
50 mm Module
mit Service-Center

Lieferbar mit Standard- oder Son-
der-Ausfiihrungen fur Stiftleisten
mit voreilenden Signalkontakten,
Riickwand ,Midplane™-Applikationen
und Erdungsstiften.

5reihige Version:
Best.-Nr. 100143-1

Packungseinheit:
11 Sttick

5 + 2reihige Version:
Best.-Nr. 100668-1

Packungseinheit:
11 Stiick
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=200 o
24,0 I:TFIIE
80 I
Polarisierung
Polarizing Peg
-|:|:=:|;|
g ma
1 S
- 13,45 i
37
ACTION PIN Stiftlainge
ACTION PIN Post Length

L

L 130 —

C

145 ——m=

—a— 9,7 +02 i

16,0

Lénge der Stifte Vorder- und Riickseite optional.
Rear feed-through post mating length options, Front mating level options.

11,2402 —m

-

Y

Type A

Fixed Board
Male Connector

110 Positions,
50 mm Module
with Multi-Purpose Center

Available with standard or special
options for contact pin arrange-
ment, front mating levels, rear feed-
through posts and ground return
contact pins.

5 Rows Version:
Part No. 100143-1
Packaging Unit:
11 Pieces

5+ 2 Rows Version:
Part No. 100668-1
Packaging Unit:

11 Pieces

— 0 WONOOI A WN
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AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

ANP

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

ACTION PIN Stlftlange _.I
ACTION PIN Post Length

F: 13,45 e
—f
E :

TypB Type B
Ruckwandplatine Fixed Board
Stiftleiste Male Connector
125polig, ; 125 Positions,
50 mm Module 50 mm Module
Lieferbar mit Standard- oder Son- ! b Available with standard or special
der-Ausfiihrungen fiir Stiftleisten 3 options for contact pin arrange-
mit voreilenden Signalkontakten, 3 ;. ment, front mating levels, rear feed-
Riickwand ,Midplane™-Applikationen : i through posts and ground return
und Erdungsstiften. : contact pins.
5reihige Version: ; ; 5 Rows Version:
Best.-Nr. 100141-1 y Part No. 100141-1
Packungseinheit: = Packaging Unit:
11 Stiick 3 b 11 Pieces
5 + 2reihige Version: y ; 5+ 2 Rows Version:
Best.-Nr. 100669-1 K. ! Part No. 100669-1
Packungseinheit: { Packaging Unit:
11 Sttick 11 Pieces
0,95 max. z f
+ | Querreihen/Rows | abcde |
I-_+_ Léangsreihen/ 1 F
F ‘“’E Columns 2
20 e 3
= :
= 6
TEEE 7
8
= :
10
24x20 % 1
A X2 : 12
=480 13
o] 14
= 1
= 16
17
18
19
20
21
22
23

|

”

|-lu— 13,0
14,5
16,0

Lénge der Stifte Vorder- und Riickseite optional.

=5 |
e Ltvl\%
2+0,2

3

9,7+02
11,2402 ol

Rear feed-through post mating length options, Front mating level options.

o 15,4 s

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

ANP

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

TypC

Ruckwandplatine
Stiftleiste

55polig,
25 mm Module

Lieferbar mit Standard- oder Son-
der-Ausfiihrungen fur Stiftleisten
mit voreilenden Signalkontakten,
Riickwand ,Midplane™-Applikationen
und Erdungsstiften.

5reihige Version:
Best.-Nr. 100159-1

Packungseinheit:
22 Stuck

5 + 2reihige Version:
Best.-Nr. 106081-1

Lénge der Stifte Vorder- und Riickseite optional.

Packungseinheit: Packaging Unit:
22 Stlick 22 Pieces
0,95 max. 7
Querreihen/Rows | abcde |
_"lf“ = s
¥ - Léngsreihen/ 1 3 ; i
f Columns 2| I
2,0 3
10x2,0 = g
! =200
23,0 ] 6
o 7 24,95
pow— 8
- 9|
e | 10
1
e
13,45 15,4
gy B T
ACTION PIN Stiftlange j 1
ACTION PIN Post Length | ___ FRTFmninsnsng: ¢ '\‘-.—1
3 e |
d
C |
b
1l a
—z

e
e
L MmN fl,
13,0 - ,2 +0-
14,5 ———=t— 9,7 +02 ]
16,0 ———a— 11,202 —pmy

Rear feed-through post mating length options, Front mating level options.

Type C

Fixed Board
Male Connector

55 Positions,
25 mm Module

Available with standard or special
options for contact pin arrange-
ment, front mating levels, rear feed-
through posts and ground return
contact pins.

5 Rows Version:

Part No. 100159-1
Packaging Unit:

22 Pieces

5+ 2 Rows Version:
Part No. 106081-1

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System AM P AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

Kodierungsmodule
fur Typ A, Mund L
Stift- und
Buchsenstecker

Kodierungsmodule

fur Stift- und Buchsen-
stecker in gleicher
Farbe und ergdnzender
Numerierung

Kodierungs-Schiliissel
fur Stiftstecker

Kodierungs-Schiliissel
fir Buchsenstecker

i | B 5
N gy 3
] B R [} B ]
i w g i !
| I B B g
.
Fsggyg ¥ 8
L
LI ;_,...--
by oy g
L | K '} . -
LI N g ¥ F]
agy 0oy &
|
Bestell-Nummern/Part Numbers Dack
Fc’&'?i Stift rei“'Tei; )
Male C Female C Packaging Unit
2;:',',';:23}3: 3-100525-2 31005262 500
Cadmium-Gelb 5-100525-6 5-100526-6 500

Cadmium Yellow

Coding Keys

for Type A, M and L
Male and

Female Connectors

Coding Key Set

with Combinations
of Matching Colors
and Complementary
Numbering

Coding Key
for Male Connectors

Coding Key
for Female Connectors

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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Capital Goods

AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

ANP

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

Erdungsblech

fur TypA B, C, M,
M-MSC und M-MSC-rev
Steckverbinder

Oberes und
unteres Erdungsblech
fur Buchsenstecker

Lieferbar fir Typ A, B, C, auch
M und M-MSC Steckverbinder in
Standard- oder Reduzierten Uber-
sprechungs-Ausfuhrungen.

Die Schirmungsbleche sind mit
AMP ACTION PIN-Kontakten aus-
gestattet um eine Press-Fit, l0tfreie
Verbindung mit der Tochterkarte
sicherzustellen. Sie benutzen eine
extra Reihe (F) von durchplattierten
Bohrlbchern in der Leiterplatte mit
der gleichen GroBe wie bei Signal-
kontakten.

Optionen

Schirmung kann mit beiden Teilen
benutzt werden oder auch nur mit
dem Oberen oder dem Unteren
Schirmblech. Der obere Schirm ist
am Gehdéuse vormontiert.

Verarbeitung

Einpressung von jedem Schirm-
blech nachdem der Steckverbinder
auf der Tochterplatine montiert wurde.

Obere Erdungsblechkontakte sind
in den ungeraden Reihenstellungen
und die unteren in den geraden.

TypA

(@ Oberes Schirmblech
(vormontiert)

(@ ACTION PIN-Kontakte
(® Unteres Schirmblech

TypB

TypC

Fur Typ C und M-MSC-rev Steck-
verbinder Signalstifte Spalten 1 bis
11, auch M und M-MSC Steck-
verbinder Spalten 15 bis 25.

(® ACTION PIN-Kontakte

Ground Return Shields
for Type A, B, C, M,
M-MSC and M-MSC-rev
Connectors

Upper and Lower
Ground Return Shields
for Female Connectors
Available for Type A, B, C, also M,
M-MSC, M-MSC-rev connectors
in standard or reduced crosstalk
versions.

Shields have ACTION PIN contacts
for press-fit, solderless connection
in the free board, using one extra
row (f) of plated through holes,
same size as for signal contacts.

Options

Shielding can be upper and lower,
upper only, lower only. For upper
shielding a complete assembly in-
cluding the receptacle is provided.

Installation

By press-in of each shield after
mounting of connectors on the
free board.

Upper shield ACTION PIN contacts
located in odd no. column posi-
tions, lower shield in even nos.

Type A

(@ Upper Shield Assembly
(@ ACTION PIN Contacts
® Lower Shield

Type B

Type C

for Type C and M-MSC-rev con-
nector signal pin columns 1 to 11,
also M and M-MSC connector
columns 15 to 25.

@ ACTION PIN Contacts

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System AM P AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

Erdungsblech Ground Return Shields
furTypA, B, C, M, for Type A, B, C, M,
M-MSC und M-MSC-rev M-MSC and M-MSC-rev
Steckverbinder Connectors
(Fortsetzung) (continued)
Tochterkarte-Leiterplattendicke: Free Board Thickness Range:
min. 1,4 mm, max. 3,5 mm min. 1.4 mm, max. 3.5 mm
nur fir unteres Erdungsblech for lower shield only.
Material und Oberfliche Material and Finish
Material: Material:
CuSn Phosphor bronze
Nachplattierung Post Plating
Erdungsblech: Body:
1,3 pm Ni 1.3 pum Nickel
Kontaktbereich: Contact Area:
0,8 ym Au 0.8 uym Gold
ACTION PIN-Stiftbereich: ACTION PIN Post Area:
0,5 pm SnPb 0.5 ym Tin-lead
Typ A, Oberes Schirmblech vormontiert Typ B, Oberes Schirmblech vormontiert Typ C, Oberes Schirmblech vormontiert
Type A, Upper Shield Assembly Type B, Upper Shield Assembly Type C, Upper Shield Assembly
Best.-Nr./Part No. 352068-1 Best.-Nr./Part No. 352069-1 Best.-Nr./Part No. 352115-1
Kontaktfeder Oberes Schirmblech, vormontiert
Contact Spring Upper Shield Assembly
|I E
|II f ."
./_'._ﬁ-!"\ = z
| b TR H‘:‘:&Z‘w-‘.
/ b
: ACTION PIN-Kontakt
Unteres Schirmblech/Lower Shield ACTION PIN Contact
Typ A, Unteres Schirmblech Typ B, Unteres Schirmblech Typ C, Unteres Schirmblech
Type A, Lower Shield Type B, Lower Shield Type C, Lower Shield
Best.-Nr./Part No. 338108-2 Best.-Nr./Part No. 338110-2 Best.-Nr./Part No. 352112-2
, A
2,95 [ I & | =
ol B - sl
i} SE = 4x40
' 21,9
— == N g
- = =9 '
] EL—" e =
11x4,0 '=|' 9.9 -_— C .:_-__~". )
=440 | ' o =
= —d = ACTION PIN-Kontakte,
= ] gerade Polzahlen
=1 —_— — % fur untere Schirmbleche.
o= = — ] ACTION PIN contacts,
| [ =] itions for I hield
'=J| = ) |_'g even positions for lower shields.
[ ]
[}
et =0 | —_ Eug_

59 b lm—— 20,2 —!-I

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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Capital Goods

AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

ANIP

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

Werkzeuganordnung
fur die Einsetzung von
Buchsen- und Stiftgehduse

Einfahrung

Steckverbinder-Module in 25 mm
oder 50 mm-Ausfihrung werden
einzeln in beliebiger Reihenfolge
eingesetzt, je nachdem welche Rei-
henfolge am besten fur den Auf-
bau der Leiterplatte geeignet ist.

Die allgemeine Anordnung des
Werkzeuges ftir Stifte und Buch-
sen gilt fir AMP Einsetz-Werk-
zeuge. Das schnelle Auswechseln
des Werkzeuges flr den entspre-
chenden Steckverbinder-Typ sorgt
fur eine optimale Produktivit4t.

Bei Kunden vorhandene Pressen
kénnen eingesetzt werden, indem
der obere und der untere Adapter
der Befestigungsschiene heraus-
genommen wird. Oberer Adapter
und unteres Einsetz-Modul kénnen
dann an das vorhandene Werk-
zeug angepaft werden.

Einsetzen der Buchse
Female Connector Insertion

Tooling Arrangements
for Female and Male
Connector Insertion

Introduction

Connectors modules, 50 mm or
25 mm, are inserted one at a
time, in whatever order is best
suited for the make-up of boards.

General arrangements of tooling
for female and male connectors
are shown for use with AMP
insertion presses. Rapid change-
over of tooling for each type of
connector brings optimum pro-
ductivity.

Use with existing customer pres-
ses is easily handled by omitting
top and bottom adaptor mount-
ing bars, and fitting top adaptors
and bottom insert modules to
existing tooling.

Einsetzen des Stiftes
Male Connector Insertion

(@ Obere Schiene des Adapters
fur AMP Einsetz-Werkzeug

(@ Adapter

(® Oberer Einsatz

(@ Steckverbinder

(® Stutze fur die Leiterplatte
Untere Schiene des Adapters

fur AMP Einsetz-Werkzeug

(@ Upper Adaptor Bar
for AMP Insertion Press

(@ Adaptor

® Upper Insert

@ Connector

(® PC Board Support Modules

Lower Adaptor Bar
for AMP Presses

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

ANP

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

AMP Produkte
fur IndustrialPCI
(IPCI))

AMP ist seit 1. 1.1997 Mit-
glied im IndustrialPCl e.V.

AMP unterstlitzt die Interessen des
IPCl auch mit entsprechenden Pro-
dukten.

Die Leiterplatten-Steckverbinder ent-
sprechen der AMP Steckverbinder-
Familie Z-PACK 2 mm FB.

Wir bieten von der Simulation, tiber
die Steckverbinder bis zur kom-
plett bestiickten Rtickwandplatine
die Moglichkeit des ,Full-Services".

Rufen Sie uns an!

Aufgaben und Ziele des SiPS e.V.

M Definition und Standardisierung des
IndustrialPCl auf der Basis des PCI
Local Bus der PCI-SIG

M Forderung der nationalen und inter-
nationalen Verbreitung des Industrial-
PCl Bus

M Forderung der nationalen und inter-
nationalen Normungsbestrebungen
fir den IndustrialPCl Bus

M Information der Fachoffentlichkeit
ilber den technischen Stand, die
Anwendung und Weiterentwicklung
des IndustrialPCl Bus

M Teilnahme an Fachmessen und Ta-
gungen

M Veranstaltung von Fachseminaren

M Beratung der Mitglieder beim Einsatz
des IndustrialPCI-Bus

M Zusammenarbeit mit Forschungs-
instituten und Verbénden

M Zusammenarbeit mit Hochschulen

M Einrichtung einer Zertifizierungsstelle
zur Konformitétspriifung

AMP has been a Member
of IndustrialPCl e.V.
since 1. 1. 1997

AMP supports the IPCI interests
and also supplies appropriate
products.

The board-to-board connectors
comply with the AMP Z-PACK
2 mm FB connector family.

We offer full service, from simula-
tion to the connector itself to com-
pletely assembled backplanes.

Give us a calll

AMP Products
for IndustrialPCl
(IPCI)

Tasks and Targets of the SIPS e.\..

W Definition and standardization of the
IndustrialPCl based on the PCI-SIG
PCI Local Bus

W 7o advance the national and inter-
national distribution of the Industrial-
PCI bus

W 7o advance the national and inter-
national standardization effort for the
IndustrialPCI bus

B To inform the public about the tech-
nical status, the use and the develop-
ment of the IndustrialPCl bus

B To participate in fairs and conferen-
ces

W To arrange seminars

W Consult members when using the
IndustrialPCl bus

W Collaborate with research centers
and associations

B Collaborate with universities and high
schools

W Establish a certification center to ap-

prove conformity

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.
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Capital Goods

AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

AMP Produkte
fiir IndustrialPCI (IPCI)
(Fortsetzung)

AMP Z-PACK 2 mm FB
5 Reihen

90°-Federleiste
240polig, Létausfithrung

Best.-Nr. 223004-8

90°-Federleiste
240polig, ACTION PIN

Best.-Nr. 223007-8

Messerleiste
240polig, Létausfithrung 4,5 mm

Best.-Nr. 223010-8

Messerleiste
240polig, ACTION PIN 4,25 mm

Best.-Nr. 223002-8

90°-Federleiste
120polig, Létausfithrung

Best.-Nr. 223004-4

90°-Federleiste
120polig, ACTION PIN

Best.-Nr. 223007-4

Messerleiste
120polig, Létausfithrung 4,5 mm

Best.-Nr. 223010-4

Messerleiste
120polig, ACTION PIN 4,25 mm

Best.-Nr. 223002-4

AMP Products
for IndustrialPCI (IPCI)

(continued)

AMP Z-PACK 2 mm FB
5 Rows

Female Connector 90°
240 positions, Solder Version

Part No. 223004-8

Female Connector 90°
240 positions, ACTION PIN

Part No. 223007-8

Male Connector
240 positions, Solder Version 4.5 mm

Part No. 223010-8

Male Connector
240 positions, ACTION PIN 4.25 mm

Part No. 223002-8

Female Connector 90°
120 positions, Solder Version

Part No. 223004-4

Female Connector 90°
120 positions, ACTION PIN

Part No. 223007-4

Male Connector
120 positions, Solder Version 4.5 mm

Part No. 223010-4

Male Connector
120 positions, ACTION PIN 4.25 mm

Part No. 223002-4

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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AMP Z-PACK 2 mm HM Steckverbinder-System

AMP Z-PACK 2 mm HM Interconnection System

AMP Produkte
fiir IndustrialPCI (IPCI)
(Fortsetzung)

AMP Z-PACK 2 mm FB
5 Reihen

90°-Federleiste
60polig, Lotausfuhrung

Best.-Nr. 223004-2

90°-Federleiste
60polig, ACTION PIN

Best.-Nr. 223007-2

Messerleiste
60polig, Lotausftinrung 4,5 mm

Best.-Nr. 223010-2

Messerleiste
60polig, ACTION PIN 4,25 mm

Best.-Nr. 223002-2

Universal
Hochstrom Modul

Lieferbare Versionen:

Messerleiste
8polig, Lotausflihrung
Best.-Nr. 536600-1

Messerleiste
8polig, ACTION PIN ohne Voreilung
Best.-Nr. 536603-1

Messerleiste

8polig, ACTION PIN mit Voreilung
auf Reihe B

Best.-Nr. 536606-1

Messerleiste

8polig, ACTION PIN mit Voreilung
auf Reihe A+B

Best.-Nr. 536619-1

90°-Federleiste
8polig, Lot 2,73 mm
Best.-Nr. 536607-1

90°-Federleiste
8polig, Lot 3,53 mm
Best.-Nr. 536613-1
90°-Federleiste
8polig, ACTION PIN,
Best.-Nr. 536614-1

Der ideale metrische AnschluB
fur Stromversorgung (3 Ampere
pro Kontakt).

The ideal metric connector
for power supplies (3 Amps per
contact).

AMP Products
for IndustrialPCI (IPCI)

(continued)

AMP Z-PACK 2 mm FB
5 Rows

Female Connector 90°
60 positions, Solder Version

Part No. 223004-2

Female Connector 90°
60 positions, ACTION PIN

Part No. 223007-2

Male Connector
60 positions, Solder Version 4.5 mm

Part No. 223010-2

Male Connector
60 positions, Solder Version 4.25 mm

Part No. 223002-2

Universal
High Current Module

Available Versions:

Male Connector
8 positions, Solder Version
Part No. 536600-1

Male Connector

8 positions, ACTION PIN without
First Make/Last Break (FMLB)
Part No. 536603-1

Male Connector

8 positions, ACTION PIN with First
Make/Last Break (FMLB) on Row B
Part No. 536606-1

Male Connector

8 pos., ACTION PIN with First Make/
Last Break (FMLB) on Row A+B
Part No. 536619-1

Female Connector 90°

8 positions, Solder Version 2.73 mm
Part No. 536607-1

Female Connector 90°

8 positions, Solder Version 3.53 mm
Part No. 536613-1

Female Connector 90°

8 positions, ACTION PIN

Part No. 536614-1
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